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(54)【発明の名称】 表示装置およびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  インクジェット方式を用いてＯＬＥＤ表示パ
ネルの発光層を形成した場合、画素内に発光ムラを生
じ、表示品位が低下。
【解決手段】  このような課題を解決するため、本発明
は、発光層の形成する方法として、基板上にベ－スフィ
ルムに予め発光層を形成した発光層形成フィルムを貼付
け、選択的にレ－ザ照射を行い、所望のパタ－ンの発光
層を形成した後、ベ－スフィルムを剥がすことを特徴と
したレ－ザ熱転写方式による発光層の形成。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  画素電極および前記画素電極を駆動する
スイッチング能動素子を備え、前記画素電極と対向電極
の間隙に発光層を形成する表示装置の製造方法であっ
て、（１）予めベ－スフィルム上に発光層が形成される
発光層形成フィルムを前記画素電極が形成される基板上
に発光層側から貼付ける工程と、（２）前記発光層形成
フィルムのベ－スフィルム側からレ－ザ照射し選択的に
前記画素電極に発光層を密着させる工程と、（３）ベ－
スフィルムを基板から剥離する工程と、（４）対向電極
を成膜する工程を経ることにより形成することを特徴と
する表示装置の製造方法。
【請求項２】  請求項１記載の表示装置の製造方法であ
って、素子分離膜を形成しないことを特徴とする表示装
置の製造方法。
【請求項３】  請求項１記載の表示装置の製造方法であ
って、発光層形成後に所望のパタ－ン形状の素子分離膜
を形成することを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項４】  請求項１記載の表示装置の製造方法を用
いて形成される表示装置。
【請求項５】  請求項２記載の表示装置の製造方法を用
いて形成される表示装置であって、素子分離膜が形成さ
れていないことを特徴とする表示装置。
【請求項６】  請求項３記載の表示装置の製造方法を用
いて形成されることを特徴とする表示装置。
【請求項７】  請求項１から請求項５のいずれかに記載
の表示装置が、ＯＬＥＤ表示装置であることを特徴とす
るＯＬＥＤ表示装置の製造方法。
【請求項８】  請求項７に記載のＯＬＥＤ表示装置の製
造方法を用いて形成されることを特徴とするＯＬＥＤ表
示装置。
【請求項９】  請求項８に記載のＯＬＥＤ表示装置の画
素の配列が、マトリクス型の配列又は、デルタ型の配列
であることを特徴とするＯＬＥＤ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示装置及びＯＬ
ＥＤ表示装置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来のＯＬＥＤ表示装置（ＯＬＥＤは、
オーガニック・ライティング・エミッション・ダイオー
ドの略語である）の断面構成を、図９に示す。
【０００３】このＯＬＥＤ表示装置のＯＬＥＤ表示パネ
ル３１ｃは、ガラス基板１上に信号線および走査線が共
に形成されるスイッチング能動素子２（以下「ＴＦＴ」
と称する）とその上に平坦化膜３とを有し、ＴＦＴ２と
画素電極４とは、平坦化膜３に電気的導通手段が施され
ている。
【０００４】画素は、画素電極４上に正孔注入層５およ
び発光層７Ｒ、７Ｇ、７Ｂがそれぞれ形成され、素子分
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離膜６により各色が分離された構成になっている。ま
た、発光層７上には対向電極１０が形成されている。
【０００５】さらに、ガラス基板１と対向ガラス基板１
０のパネル周辺部に封止材が形成され、両ガラス基板間
にパ－ジガス９を充填させることによりＯＬＥＤ表示パ
ネルは形成される。
【０００６】このような従来のＯＬＥＤ表示パネル３１
ｃの画素部における発光層７の形成は、一般的にインク
ジェット方式が用いられている。すなわち、まず各画素
を分離する素子分離膜５を各画素の間隙に形成し、この
素子分離膜６により区切られた画素部に発光剤が含有さ
れた液滴を所望の画素部分に射出し、各色の発光層７
Ｒ、７Ｇ、７Ｂを正孔注入層６上に積層する。
【０００７】本来、半導体、液晶パネルのパタ－ン形成
の方式として、フォトリソ法が用いられるが、ＯＬＥＤ
表示パネルに用いられる発光層７の材料は、一般的にフ
ォトリソ法に用いる現像液に含まれる水により劣化する
ため、同方式を用いることができない。このため、ＯＬ
ＥＤ表示パネルの発光層７の形成には、上記のような、
現像工程の不要なインクジェット方式が用いるのが一般
的である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このようなイ
ンクジェット方式を用いた場合、基板上の画素内に射出
された発光剤の液滴が画素内全体に均一に広がらず、特
に画素周辺部に膜の薄い部分ができるため、画素内に発
光層７のムラが生じる場合がある。
【０００９】すなわち、画素内の発光層７にムラがある
ため、パネル化後、電圧を印加させた場合に、画素内に
発光ムラを生じ、表示品位が低下する。
【００１０】また、インクの液滴を画素上に滴下させた
際、インクの液滴が、隣接する画素に越境するため、予
め画素間に素子分離膜を形成することが必須となってい
る。このため、素子分離膜を形成する工数が増えるとと
もに素子分離膜の材料費が上乗せされ、コストアップに
繋がる。
【００１１】また、素子分離膜を形成することにより、
開口率が下がり、輝度の低いパネルとなってしまう。
【００１２】
【課題を解決するための手段】このような課題を解決す
るため、本発明は、発光層の形成する方法として、基板
上にベ－スフィルムに予め発光層を形成した発光層形成
フィルムを貼り付け、同フィルムのベ－スフィルム側か
ら選択的にレ－ザ照射を行い、所望のパタ－ンの発光層
を形成し、この後、ベ－スフィルムを剥がすことを特徴
とするレ－ザ熱転写方式による発光層の形成である。
【００１３】この方式により、インクジェット方式で課
題となった発光層の形成ムラは同方式では殆ど皆無とな
る。すなわち、同方式で用いる発光層形成フィルムは、
グラビアコ－タ、ダイコ－タ等でベ－スフィルム上に発
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光層を形成するため、均一な膜厚で発光層を形成でき、
レ－ザ照射により、発光層がベ－ズフィルムに残らず全
転写するため、形成された発光層は、膜厚が均一にでき
る。
【００１４】また、同方法を用いた場合、レ－ザ照射に
より選択的に発光層を形成することができるため、イン
クジェット方式では不可欠な素子分離膜を除くことがで
き、コスト低減に繋がるだけでなく、高開口で輝度の高
いパネルを実現できる。
【００１５】また一方、場合によっては、発光層形成の
後、遮光性を有した素子分離膜を画素間に形成すること
により、高品位のＯＬＥＤ表示パネルを実現できる。
【００１６】
【発明の実施の形態】請求項１記載の本発明は、画素電
極とその画素電極を駆動するスイッチング能動素子を備
え、画素電極とその対向電極の間隙に発光層を形成する
表示装置の製造方法で、そのプロセスとして、（１）予
めベ－スフィルム上に発光層が形成された発光層形成フ
ィルムを画素電極が形成された基板上に発光層側から貼
付ける工程と、（２）発光層形成フィルムのベ－スフィ
ルム側からレ－ザ照射し選択的に画素電極に発光層を密
着させる工程と、（３）ベ－スフィルムを基板から剥離
する工程と、（４）対向電極を成膜する工程を経ること
により形成することを特徴とする表示装置の製造方法で
ある。
【００１７】この製造方法により、均一な膜厚の発光層
が画素内およびパネル全域に渡って形成でき、ムラのな
い表示品位の良いパネルが実現できる。
【００１８】請求項２記載の本発明は、請求項１記載の
表示装置の製造方法、すなわち、画素電極とその画素電
極を駆動するスイッチング能動素子を備え、画素電極と
その対向電極の間隙に発光層を形成する表示装置の製造
方法で、素子分離膜を形成しないことを特徴とする表示
装置の製造方法である。
【００１９】この製造方法により、素子分離膜の形成プ
ロセスを除くことができ低コスト化を図ることができ
る。
【００２０】すなわち、同方法を用いた場合、レ－ザ照
射により選択的に発光層を形成することができるため、
インクジェット方式で形成する場合には不可欠であった
素子分離膜を除くことができる。
【００２１】また、素子分離膜がないため、高開口の高
輝度のＯＬＥＤ表示パネルを実現できる。
【００２２】請求項３記載の本発明は、請求項１記載の
表示装置の製造方法、すなわち、画素電極とその画素電
極を駆動するスイッチング能動素子を備え、画素電極と
その対向電極の間隙に発光層を形成する表示装置の製造
方法で、発光層を形成後に、所望のパタ－ン形状の素子
分離膜を形成することを特徴とする表示装置の製造方法
である。
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【００２３】この製造方法により、発光層を素子分離膜
により分割でき、各発光層に輪郭を鮮明にでき、表示特
性を向上できる。
【００２４】素子分離膜を形成することにより、コスト
アップ、開口率は低下はするものの、表示特性の向上す
るＯＬＥＤ表示パネルを実現できる。
【００２５】請求項４記載の本発明は、請求項１記載の
表示装置の製造方法で形成された表示装置である。
【００２６】従来のインクジェット方式で発光層を形成
する場合、画素内の発光層のムラが問題となっている
が、本発明により、画素内の発光層の膜厚分布が少な
く、発光ムラを皆無のためパネル表示品位が向上する表
示装置が形成できる。
【００２７】請求項５記載の本発明は、請求項２記載の
表示装置の製造方法で形成された表示装置である。
【００２８】従来、発光層または正孔注入層の形成に一
般的用いられているインクジェット方式に代わって同方
式を用いることにより、素子分離膜の形成プロセスを除
くことができ低コスト化を図ることができる。
【００２９】請求項６記載の本発明は、請求項３記載の
表示装置の製造方法で形成される表示装置である。
【００３０】この構成により、発光層を素子分離膜によ
り分割でき、各発光層に輪郭を鮮明にでき、表示特性を
向上できる。
【００３１】素子分離膜を形成することにより、コスト
アップはするものの、表示特性を向上できる。
【００３２】（実施の形態１）以下、本発明の実施の形
態にもとづく工程毎のＯＬＥＤ表示パネルの製造方法お
よび同パネルの断面構成を図１および図２を用いて説明
する。
【００３３】ＯＬＥＤ表示パネルの形成に際して、ま
ず、図１（ａ）に示すように、ガラス基板１上に、スイ
ッチング能動素子２を、一般的な半導体薄膜成膜と、絶
縁膜成膜と、フォトリソ法によるエッチングとを繰り返
すことにより形成する。さらに、同図（ｂ）に示すよう
に、能動素子２を形成するガラス基板１上に平坦化膜３
を塗布し、露光現像することにより所望の形状のコンタ
クトホ－ルを形成する平坦化膜をパタ－ニングする。こ
の平坦化膜３としては、アクリル系の感光性タイプの樹
脂が好適である。
【００３４】次に、同図（ｃ）に示すように真空中で全
面に電極を成膜し、画素電極４をパタニングすることに
より、コンタクトホ－ルを介して能動素子２と電気的に
導通された画素電極４を形成することができる。
【００３５】次に、同図（ｄ）に示すように、場合に応
じて、各画素間を分離するために、素子分離膜５を、樹
脂膜を塗布、露光、現像することにより所望の形状の素
子分離膜５をパタ－ニングする。この素子分離膜５は、
後工程で形成する発光層７を画素毎に分離する。
【００３６】ここで、本発明の発光層形成方法であるレ
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－ザ熱転写方式について説明する。図７の（ｂ）に同方
式に用いる発光層形成フィルム１３の構成断面図を示
す。同フィルム１３は、ポリエチレンテレフタレ－ト
（ＰＥＴ）フィルム１３Ｂ上にグラビアコ－タやダイコ
－タ等により、光熱変換層１３Ｃを所望の膜厚に塗布し
た後、この上に発光層１３Ｄを光熱変換層１３Ｃと同様
に、上記コ－タを用いて所望の膜厚に塗布する。この
際、膜厚は、パネル完成時の発光層７の膜厚より必要に
応じて塗布する。最後に、カバ－フィルム１３Ｆを貼り
付けることにより、発光層形成フィルム１３は形成され
る。
【００３７】次に、図７（ａ）に同方式の基板へのフィ
ルム貼り合わせ方法について、構成断面図を用いて説明
する。
【００３８】ます、発光層形成フィルム１３が巻取られ
たロ－ルをフィルム巻出部２１に固定する。同部より巻
出された発光層形成フィルム１３のうちカバ－フィルム
１３Ｆのみを剥離し、カバ－フィルム巻取り部２２で巻
取る。次に、このフィルムをガラス基板１１とを弾性ロ
－ル２３で挟み込むことによりガラス基板１１上に発光
層形成フィルム１３Ａを固定し、フィルム切断部２４に
よりフィルムを切断することにより、発光層形成フィル
ム１３Ａが固着されたガラス基板が形成される。
【００３９】次に、レ－ザ熱転写方式により発光層が基
板上に転写されるプロセスを図８の構成断面図を用いて
説明する。
【００４０】図８（ａ）に示すように、発光層形成フィ
ルム１３Ａが固定された基板１１のフィルム上から選択
的にレ－ザ１２を照射する。この時、レ－ザ照射により
カ－ボン層１３Ｃが発熱され、この熱により発光層７が
カ－ボン層１３Ｃから剥離し、基板１１上に固着され
る。また、図８（ｂ）に示すように、レ－ザ光１２を選
択的に基板１１上をスキャンさせることにより、基板全
域に渡り、所望のパタ－ンの発光層７を形成できる。ま
た、用いるレ－ザは、ＹＡＧレ－ザが好適であり、パタ
－ニングの幅は、レ－ザの照射幅を制御することにより
変更可能である。
【００４１】この後、ベ－スフィルムを剥離することに
より、発光層７が形成された基板ができあがる。
【００４２】ここで、図１（ｅ）に示すように、で素子
分離膜５が形成された基板１１ａ上に正孔輸送層６を形
成した上に、上記で説明したレ－ザ熱転写方式を用い
て、発光層７を選択的に形成する。これを３回繰り返す
ことにより、図１（ｆ）に示すように、ＲＧＢそれぞれ
の発光層７Ｒ、７Ｇ、７Ｂが形成される。
【００４３】尚、上記では、発光層７の形成をレ－ザ熱
転写方式を用いる場合を説明したが、場合によっては、
正孔輸送層６の形成もレ－ザ熱転写方式を用いてもかま
わない。
【００４４】次に、図１（ｇ）に示すように、スパッタ
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によりＩＴＯ膜８を形成する。
【００４５】最後に、図１（ｈ）に示すように、対向ガ
ラス基板１０との間隙にパ－ジガス９を封入し、パネル
周辺部を固着することにより、図２にその構成断面を示
したようなＯＬＥＤ表示パネル３１ａが形成される。
【００４６】（実施の形態２）以下、本発明の実施の形
態にもとづく以下、本発明の実施の形態にもとづく工程
毎のＯＬＥＤ表示パネルの製造方法および同パネルの断
面構成を図３および図４を用いて説明する。
【００４７】ＯＬＥＤ表示パネルの形成に際して、図３
（ａ）から（ｃ）の画素電極４を形成するプロセスまで
は、実施の形態１と同様であるので省略する。
【００４８】次に、図３（ｄ）に示すように、正孔輸送
層６を形成した上に、図１（ｅ）に示すように、レ－ザ
熱転写方式を用いて発光層７Ｒを形成し、これを３回繰
り返すことにより、各発光層７Ｒ、７Ｇ、７Ｂが形成さ
れる。
【００４９】尚、上記では、発光層７の形成をレ－ザ熱
転写方式を用いる場合を説明したが、場合によっては、
正孔輸送層６の形成もレ－ザ熱転写方式を用いてもかま
わない。
【００５０】次に、図３（ｇ）に示すように、スパッタ
によりＩＴＯ膜８を形成する。
【００５１】最後に、図３（ｈ）に示すように、対向ガ
ラス基板１０との間隙にパ－ジガス９を封入し、パネル
周辺部を固着することにより、図４にその構成断面を示
すようなＯＬＥＤ表示パネルが形成される。
【００５２】この構成により、素子分離膜５が形成しな
い分、材料削減、工数低減、生産数アップによりコスト
ダウンが実現できる。また、素子分離膜が形成されてい
ないため、開口率を広げることができ、高輝度のＯＬＥ
Ｄ表示パネル３１ｂが実現できる。
【００５３】（実施の形態３）以下、本発明の実施の形
態にもとづく以下、本発明の実施の形態にもとづく工程
毎のＯＬＥＤ表示パネルの製造方法および同パネルの断
面構成を図５および図６を用いて説明する。
【００５４】ＯＬＥＤ表示パネルの形成に際して、図５
（ａ）から（ｃ）の画素電極４を形成するプロセスまで
は、実施の形態１と同様であるので省略する。
【００５５】次に、図５（ｄ）に示すように、正孔輸送
層６を形成した上に、図５（ｅ）に示すように、レ－ザ
熱転写方式を用いて発光層７Ｒを形成し、これを３回繰
り返すことにより、各発光層７Ｒ、７Ｇ、７Ｂが形成さ
れる。
【００５６】尚、上記では、発光層７の形成をレ－ザ熱
転写方式を用いる場合を説明したが、場合によっては、
正孔輸送層６の形成もレ－ザ熱転写方式を用いてもかま
わない。この後、図５（ｆ）に示すように、レ－ザ熱転
写方式を用いて、遮光性を有する素子分離膜５を所望の
パタ－ン形状に形成する。素子分離膜５として、有機顔
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料主材とする遮光性の色材が好適である。
【００５７】次に、図５（ｇ）に示すように、スパッタ
によりＩＴＯ膜８を形成する。
【００５８】最後に、図５（ｈ）に示すように、対向ガ
ラス基板１０との間隙にパ－ジガス９を封入し、パネル
周辺部を固着することにより、図６にその構成断面を示
すようなＯＬＥＤ表示パネルが形成される。
【００５９】この構成により、発光層を素子分離膜によ
り分割でき、各発光層に輪郭を鮮明にでき、表示特性を
向上できる。
【００６０】素子分離膜を形成することにより、コスト
アップ、開口率が低下するものの、表示特性の向上させ
たＯＬＥＤ表示パネル３１ｃを実現できる。
【００６１】なお、画素の配列は、マトリクス型の配列
又はデルタ型の配列である。図２（ｂ）の斜視図に、画
素の配列を示す。
【００６２】
【発明の効果】以上のように、本発明によると、ＯＬＥ
Ｄ表示パネルの発光層の形成をレ－ザ熱転写方式を用い
ることにより、インクジェット方式で課題となった発光
層の形成ムラは同方式では殆ど皆無となる。
【００６３】また、同方法を用いる場合、レ－ザ照射に
より選択的に発光層を形成することができるため、イン
クジェット方式では不可欠な素子分離膜を除くことがで
き、コスト低減に繋がるだけだなく、高開口で輝度の高
いパネルを実現できる。
【００６４】また、発光層形成の後、遮光性を有する素
子分離膜を画素間に形成することにより、高品位のＯＬ
ＥＤ表示パネルを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）から（ｈ）は、レ－ザ熱転写方式を用い
る本発明の実施の形態を示すＯＬＥＤ表示パネルの製造
方法の工程毎の断面図
【図２】レ－ザ熱転写方式を用いる本発明の実施の形態
を示すＯＬＥＤ表示パネルの断面図
【図３】（ａ）から（ｇ）は、レ－ザ熱転写方式を用い
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る本発明の第２の実施の形態を示すＯＬＥＤ表示パネル
の製造方法の工程毎の断面図
【図４】レ－ザ熱転写方式を用いる本発明の第２の実施
の形態を示すＯＬＥＤ表示パネルの断面図
【図５】（ａ）から（ｈ）は、レ－ザ熱転写方式を用い
る本発明の第３の実施の形態を示すＯＬＥＤ表示パネル
の製造方法の工程毎の断面図
【図６】レ－ザ熱転写方式を用いる本発明の第３の実施
の形態を示すＯＬＥＤ表示パネルの断面図
【図７】（ａ）は、レ－ザ熱転写方式のフィルム固定方
法を示す図
（ｂ）は、同方式で用いるフィルムの構成を示す断面図
【図８】（ａ）は、レ－ザ熱転写方式のレ－ザ照射工程
を示す断面図
（ｂ）は、その斜視図
【図９】従来の一実施例を示すＯＬＥＤ表示パネルの断
面図
【符号の説明】
１  ガラス基板
２  ＴＦＴ
３  平坦化膜
４  画素電極
５  素子分離膜
６  正孔輸送層
７  発光層
８  対向電極
９  パ－ジガス
１０  対向ガラス基板
１１  アレイ基板
１２  レ－ザ光
１３  発光層形成フィルム
２１  フィルム巻出部
２２  カバ－フィルム巻取部
２３  弾性ロ－ル
２４  フィルム切断部
３１  ＯＬＥＤ表示パネル

【図４】
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